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一、报告报价

《2008年微电子封装材料行业发展预测与市场研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，

具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确

、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位

不可或缺的重要决策依据。
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二、说明、目录、图表目录

�����2008年微电子封装材料行业发展预测与市场研究报告 内容介绍：

　　第一章 微电子封装材料行业发展环境分析

　　第一节 全球IC封装产业的发展

　　一、世界IC封装产品市场的发展

　　二、全球各类封装形式的发展变化

　　三、全球主要IC封装测试厂商

　　四、全球IC封装产业发展趋势

　　第二节 中国IC封装产业发展分析

　　一、中国IC封测业发展概述

　　二、我国IC封测业现状

　　三、国内IC封测行业发展分析

　　第一节 引线框架的产品概述

　　第二节 引线框架的性能要求

　　第三节 引线框架的发展

　　第四节 世界及我国的引线框架行业的现状

　　一、世界引线框架市场规模预测

　　二、国内键合丝发展中存在的问题及行业发展趋势

　　一、中国键合金丝产业发展中存在的问题

　　二、中国键合金丝行业发展分析

　　第一节 环氧塑封料的产品概述

　　第二节 环氧塑封料的组成成分

　　一、环氧树脂

　　二、固化剂

　　三、硅微粉填料

　　四、固化促进剂

　　五、偶联剂

　　第三节 环氧塑封料性能

　　一、未固化物理性能

　　二、固化后物理性能



　　四、热性能

　　五、导热机械性能

　　六、机械性能

　　七、化学性能

　　八、阻燃性能

　　九、贮存性能

　　十、封装性能

　　第四节 世界环氧塑封料产业现状与发展

　　一、世界环氧塑封料业的发展现状

　　二、海外环氧塑封料行业状况及主要厂商

　　第五节 我国环氧塑封料产业现状与发展

　　一、我国环氧塑封料产业现状概述

　　二、我国环氧塑封料的市场需求情况

　　三、我国环氧塑封料的技术现状

　　四、我国环氧塑封料的主要生产厂家

　　五、中国塑封料发展

　　一、总述

　　二、我国国内主要生产锡球的厂家

　　第六节 无铅化锡球的发展

　　一、锡球实现无铅化的背景

　　二、无铅焊料产品与应用

　　三、我国在无铅焊料方面的工作开展

　　第七章 环氧导电（热）胶发展分析

　　第一节 环氧导电（热）胶现状

　　第二节 环氧导电（热）胶市场需求及主要制造厂商

　　第三节 我国与国外相比存在的差距及研究方向

　　第八章 封装基板发展分析

　　第一节 封装基板的产品概述

　　一、封装基板

　　二、按照不同组成基材的分类

　　第二节 世界IC封装基板生产现状与发展

　　一、世界IC封装基板发展历程及特点分析



　　二、世界IC封装基板生产与市场总况

　　三、世界IC封装基板主要生产国家、地区

　　四、世界IC封装基板生产品种情况

　　五、IC封装基板售价变化情况

　　第三节 世界IC封装基板主要生产厂家

　　一、世界IC封装基板主要大型生产厂家概述

　　二、世界IC封装基板主要生产厂家情况

　　第四节 我国IC封装基板业的现状与发展

　　一、我国IC封装基板生产现状与特点

　　二、我国IC封装基板主要生产企业

　　第九章 液体环氧封装料

　　第一节 液体环氧封装料概述及分类

　　第二节 液体环氧封装料市场情况

　　第十章 封装厂家竞争力研究

　　第一节 飞思达半导体（中国）有限公司

　　第二节 奇梦科技（苏州）有限公司

　　第三节 威讯联合半导体（北京）有限公司

　　第四节 江苏新潮科技集团有限公司

　　第五节 上海松下半导体有限公司

　　第六节 深圳赛意法半导体有限公司

　　第七节 南通华达微电子集团有限公司

　　⋯⋯

　　第十一章 微电子封装用材料行业发展建议及市场前景分析

　　第一节 微电子封装材料行业发展建议

　　第二节 微电子封装材料市场前景分析

　　部分图表目录

　　图表、全球各国（地区）IC市场占有率

　　图表、世界IC载板市场规模与历年增长率（单位：百万美元）

　　图表、2007年全球IC载板产品类别

　　图表、世界主要有机IC封装基板的大型生产厂家

　　图表、世界IC封装基板发展预测

　　图表、世界不同封装形式的IC封装基板时常的统计及预测



　　图表、国内封装测试企业地域分布情况

　　图表、国内上市三家IC封装测试企业情况

　　图表、2007年国内IC封测企业前30家销售收入表

　　图表、中国主要封装企业一览表

　　图表、2007年中国IC封装测试业前十大企业销售额

　　图表、通富微电公司主营业务、净利润及毛利率情况

　　图表、通富微电公司2007年产品主要销售分布区域

　　图表、2007年世界货物贸易进出口额前十名  金额单位：10亿美元

　　图表、2006-2008年世界经济和世界贸易增长趋势 单位：%

　　图表、SOP封装产品

　　图表、几种类型CSP结构组成图

　　图表、封装了8个芯片的MCP技术结构图

　　图表、IC封装有着许多种尺寸、形状和引脚数量，以满足IC和系统不同的要求

　　图表、不同寻常的BGA封装结构的示意图

　　图表、先进的封装技术发展趋势

　　图表、引线框架的产品

　　图表、铜基引线框架材料的分类

　　图表、插入型集成电路

　　图表、表面实装型集成电路

　　图表、三种引线键合工艺

　　图表、引线键合的两种引线键合形式

　　图表、球形焊接和楔形焊接技术参数

　　图表、键合金丝化学成份

　　图表、键合金丝机械性能

　　图表、键合金丝产品分类

　　图表、高性能铝硅市场规模与历年增长率（单位：百万美元）

　　图表、2007年全球IC载板产品类别

　　图表、世界主要有机IC封装基板的大型生产厂家

　　图表、典型的封装结构

　　图表、各种封装结构外形

　　图表、世界半导体封装材料各国家、地区市场规模的统计

　　图表、各类封装形式在封装总量中所占的份额



　　图表、引线框架在封装中的应用举例

　　图表、世界半导体引线框架市场规模及预测

　　图表、中国引线框架市场规模统计及预测

　　图表、2002-2009年国内键合金丝市场规模 单位：新台币亿元

　　图表、电子安装的不同等级与采用PCB 的关系

　　图表、2004-2008年台湾PCB市场规模分析

　　图表、世界液体环氧封装料市场需求及预测

　　图表、半导体封装的功能

　　图表、三种引线键合方法特征对比

　　图表、金丝成分分析

　　图表、各种键合丝特征对比

　　图表、环氧塑封料组成配方

　　图表、不同类型填料的主要性能比较

　　图表、各种固化促进剂的主要性能比较

　　图表、按照不同的熔点划分的锡球种类

　　图表、焊锡球的产品规格

　　图表、BGA封装用焊球

　　图表、IC封装基板品种的不同分类
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